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2016年 H3C研发实习生职位说明
1、 实习岗位：软件开发
实习地点：杭州
岗位招聘对象：具备连续从事至少10个月实习时间的在校研究生同学
实习工作内容：软件设计文档写作、软件编码、单元测试、软件BUG定位及修改。

素质要求：
1) 主动性强，学习能力强；

2) 肯吃苦，有钻研精神；

3) 具备良好的沟通能力和团队合作意识。
专业技能：

1) 至少掌握C/C++/JAVA语言编程中的一种，了解操作系统、数据结构、计算机通信原理等相关知识；
2) 有嵌入式操作系统、数据通信软件开发经验者优先。
2、 实习岗位：软件测试
实习地点：杭州
岗位招聘对象：具备连续从事至少10个月实习时间的在校研究生同学
实习工作内容：

1) 学习掌握数据通信协议；

2) 数通软件测试设计方案写作；

3) 数通软件测试代码、测试脚本编写；

4) 数通软件测试及问题定位；
5) 数通网络解决方案设计与验证。
素质要求：

1) 主动性强，学习能力强；

2) 肯吃苦，有钻研精神；

3) 具备良好的沟通能力和团队合作意识。
专业技能：

1) 具备C/C++语言、操作系统、数据结构等软件编程基础知识；

2) 取得H3CNE证书或有过TCP/IP、Linux测试经验者优先；
三、实习岗位：硬件开发
实习地点：杭州

岗位招聘对象：具备连续从事至少10个月实习时间的在校研究生同学
实习工作内容：
1） 分析硬件方案和器件资料；
2）硬件设计和调试。

素质要求：

1) 主动性强，学习能力强；

2) 肯吃苦，有钻研精神；

3) 具备良好的沟通能力和团队合作意识。
专业技能：

1） 计算机、电子信息、通信及控制、自动化等专业；
2） 掌握高频电子线路、低频电子线路，数字电路等相关知识；

3） 有电子设计、单板开发调试、测试经验者优先。

四、实习岗位：硬件测试
实习地点：杭州

岗位招聘对象：具备连续从事至少10个月实习时间的在校研究生同学
实习工作内容：

1） 分析和解决各类硬件问题；

2） 硬件设计审查和硬件测试。

素质要求：

1) 主动性强，学习能力强；

2) 肯吃苦，有钻研精神；

3) 具备良好的沟通能力和团队合作意识。
专业技能：
1） 计算机、电子信息、通信及控制、自动化等专业；
2） 了解低频电子线路，数字电路等相关知识；
3） 有电子设计、单板开发调试、测试、问题解决经验者优先。

如您有意来公司实习，请认真填写《2016年H3C研发实习生报名表》，发送至邮箱： can_jiang@h3c.com

H3C介绍：

公司网址：http://www.h3c.com
公司刊物：http://www.h3c.com.cn/About_H3C/Company_Publication/
公司产品及技术介绍：http://www.h3c.com.cn/Products___Technology/
网络操作系统Comware简介：http://www.h3c.com.cn/About_H3C/Company_Publication/IP_Lh/2008/One/Home/Catalog/200906/637801_30008_0.htm
公司解决方案介绍：http://www.h3c.com.cn/Solution/
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